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ろう部会先端材料接合委員会が第２回シンポジウム開催
「低融点ろう」をテーマに約40名が聴講

　日溶協ろう部会先端材料接合委員会は11月18日，
東京・千代田区の日溶協本部で同委員会第２回シン
ポジウム「環境負荷低減および接合体の劣化低減－
低融点ろう－」を開催した。
　同委員会ではこれまでろう付関係の技術テーマ
を選定して，年３回の講演会の開催を主な事業活動
としているが，本年度は，環境負荷低減や加熱にと
もなう被接合体の劣化低減に有効と考えられる融
点450℃～620℃くらいのいわゆる低融点の硬ろう，
およびこれらに近い融点を有するろうやはんだの
現状とその適応例当を紹介するシンポジウムの開
催を企画，ろう付およびはんだ付に関わる研究者・
技術者約40名が聴講し，講演内容について活発な
議論が交わされるなど，大いに実りあるものとなっ
たよう。
　冒頭，同委員会主査の渡辺健彦氏（新潟大学）が
「今回のシンポジウムでは，低融点ろうをテーマに
取り上げた。あまり知られていない技術にスポット
を当て，現状を報告してもらう」と述べるとともに，
「当委員会ではろう接，はんだ付・ろう付，固相接
合を取り扱っている。中でもろう接を専門に扱って

いるのは当委員会のみ。さまざまな情報を得てほし
い」と聴講者に呼びかけた。
　講演は，前半ははんだ付関連３本，後半４本はろ
う付中心の内容の二部構成。プログラムは，高温鉛
フリーはんだ開発への取り組み（日立製作所・池田
靖），高温はんだの現状と課題（ニホンハンダ・浅
黄剛），高温はんだ，低温ろうに使用される元素に
ついての知られていない接合に関わる性質（東京工
業大学・山崎敬久），固体酸化物形燃料電池（SOFC）
におけるろう付（日本発条・斎藤慎二），ダイヤモ
ンドワイヤソー高性能化のための低融点コート材
の開発（大阪府立大学・中平敦），低融点銀ろうに
よる超硬合金のろう付（新潟大学・渡辺健彦），銀
ろうに替わるりん銅系ろうによる低温ろう付（東京
ブレイズ・松康太郎）。各講演終了後には盛んな質
疑応答が行われた。
　閉会のあいさつに立った恩澤忠男ろう部会技術
委員長（東京工業大学名誉教授）が「今後，みなさ
んも研究を広く知らしめていただき，今回のシンポ
ジウムのようなろう付を普及するような機会をつ
くってただきたい」と述べた。

▲盛況の会場内
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